
• 早期的汽车半导体更多应用于高端豪华车的小众市场，近年来则加速向
低端市场渗透，以往的高配现在逐步成为标配，如倒车摄像头或自动紧急呼叫
系统，以及无处不在的驾驶辅助系统，汽车半导体则随之逐步放量，2015年全
球汽车半导体市场规模为292亿美元，较上年增长4.3%。随着汽车智能化的发
展，汽车对主动安全、通讯与导航、视觉技术、识别技术、信息娱乐、舒适环
保方面的要求都有所提升，安全控制、车载电子类应用汽车半导体的需求将大
大提升，预计到2020年全球汽车半导体370亿美元，较2015年年均复合增长率
达到4.8%。

• 中国已成为全球最大的汽车生产国和消费市场，得益于半导体及汽车行
业的蓬勃发展，国内汽车半导体市场规模也增长迅猛，2015年该市场规模为
46.22亿美元，占全球15.8%的市场份额，预计2020年将达到80.11亿美元，较
2015年年均复合增长率达11.6%。

• 汽车半导体可以分为五大类，分别是功率半导体（Power）、传感器（
Sensor）、处理器（Processor，Main for MCU)、ASSP（主要是Connectivity和
Amplifier）、Logic和其他。在传统汽车里，平均每辆汽车的半导体成本大约
320美元，这其中Power占26%，Sensor占16%。在HEV中，每辆HEV的半导体
成本大约690美元，Power占比高达75%，在EV中，半导体成本大约700美元，
Power占55%。
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• 在应用市场方面，安全系统、动力总成、汽车影音、底盘系统以及车身电子是汽车半导体最主要应用领域
，2015年全球市场规模分别为49亿美元、48亿美元、52亿美元、45亿美元以及44亿美元，占汽车半导体市场
规模的比例分别为16.8%、16.4%、17.8%、15.4%以及15.1%，五项市场份额总计81.5%。

• 竞争格局方面，全球汽车半导体行业集中度较低，2015年前五大汽车半导体厂商（恩智浦、英飞凌、瑞
萨、意法半导体以及德州仪器）市场份额合计为49.6%。其中，恩智浦市场份额为14.2%，其在汽车影音系统
以及ADAS占有领先地位，收购Freescale后在处理器市场取得了一定的优势；英飞凌2015年的市场份额约为
10.4%，其在汽车传感器（#2）、微控制器（#3）以及功率半导体（#1）等领域均拥有较强的竞争力；瑞萨
半导体2015年市场份额为10.3%，其在处理器占据领先位置；意法半导体2015年占据7.7%的市场份额，在功率
半导体，短距离雷达及视线处理等细分领域有一定的优势；德州仪器2015年市场份额约为7.0%，该公司主攻工
业领域，在汽车领域虽然产品线较全，但相对并不突出。

《2016-2020年全球及中国汽车半导体行业研究报告》报告主要包括以下内容：

• 全球半导体行业发展状况，包括市场规模及竞争格局等；

• 全球及中国汽车行业发展状况，包括汽车产销量、保有量、竞争格局等；

• 全球及中国汽车半导体发展状况，包括全球及中国市场规模、竞争格局以及细分市场；

• 全球汽车半导体主要细分市场分析，包括传感器、处理器以及功率半导体市场的应用、市场规模、竞争格局等
；

• 包括英飞凌、NXP、德州仪器、安森美、罗姆半导体、瑞萨、意法半导体、博世半导体、迈来芯、森萨塔、富
士电机、村田电子、TDK等在内的13家汽车半导体主要厂商分析，包括公司简介、财务状况、产销量、主要客
户、主打产品、研发状况、生产基地分布以及技术特点等。
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